


LAS LAGRIMAS MEJORAN LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DE SU PCB

Si tiene, aungue sea un disefio de tarjeta de circuito impreso en su haber, probablemente ha sido expuesto a problemas
inesperados que se descubren durante el proceso de fabricacion y producciéon. Los problemas en fabricaciéon pueden ser
causados por orificios desalineados o por tener rupturas de orificios indeseadas. Incluso si no provocan que la tarjeta sea
rechazada, pueden llevar a problemas con la separacion de pistas a lo largo del tiempo. Las lagrimas son una forma de
manejar las vias y los terminales que pueden derivar en un aumento de calidad y rendimiento, cuando se fabrica la PCB. Este
articulo le muestra cémo utilizar lagrimas en su propio disefio.

FABRICACION DE PCB

La forma en que se fabrican las tarjetas de circuito impreso puede variar de acuerdo a las fabricas o fabricantes. Sin em-
bargo, existen algunos pasos clave basicos que son estandar en el proceso de fabricacion de PCB como la preparacion de
peliculas fotograficas, la preparacion de sustratos, laminacion, grabado, perforacién, aplicacion de mascara para soldadura y
terminacion de superficie.

Las capas se imprimen generalmente mediante el uso de impresoras laser y cada capa necesita estar alineada con extrema
precision. El disefio luego debe ser cortado, ubicado y ajustado en el laminado de cobre aplicando calor. El barrido se lleva a
cabo para remover el cobre inutilizado de la PCB, y luego se perforan los orificios en la tarjeta.

Hay varias técnicas diferentes que se utilizan para perforar y es este el proceso que requiere precisién para asegurar una
ubicacion de perforacion exacta. Algunos de los pasos finales del proceso son la incorporacion de la mascara de soldadura, y
luego la terminacién de la superficie. Todos estos pasos, que variaran de acuerdo al fabricante, requieren un registro preciso,
pero, también, dejar un margen para error, aun cuando se ejecute con cuidado.

ALINEACION Y REGISTRO

Existen dos cosas que pueden causar problemas de perforado de PCB: una pequefia desalineacién del orificio de su
posicion especifica o que el registro de perforacion esté un poco desviado. Ademas, las capas pueden moverse un poco
durante la laminacién, lo que resulta en una desalineacion de terminales no visibles.

Ademas de problemas potenciales con el perforado, la tensién mecanica puede impactar en el disefio de PCB, especialmente
si el disefio es un sustrato rigido-flexible. Con el paso del tiempo, se puede comprometer la integridad de las conexiones de
cobre en un disefio flexible. La tensién mecanica y térmica afiadida que se espera que ocurra en un disefio rigido-flexible
puede dar — y lo dara — lugar a mayores interacciones de productos si no se soluciona. Es importante que la tension de
flexion y térmica con la que se enfrenta la conexidén de cobre hacia un circuito flexible se contemple dentro del proceso de
disefio. Siestas preocupaciones no se solucionan o la tarjeta de circuito impreso no se disefia con estas preocupaciones en
mente, pueden impactar negativamente en el rendimiento de la produccion.
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Las conexiones pista a terminal, pista a via y pista a pista mas soélidas aumentan la confianza del registro de perforacion, asi
como también brindan mayor soporte de cobre alrededor del orificio perforado. Incluir Idgrimas en su préximo disefio es un
paso importante para el disefio para fabricacion.

Las lagrimas se pueden crear facilmente en Altium® Designer. Pueden ser controladas globalmente en cualquier disefio. Se
pueden afiadir a vias, terminales de hueco pasante, terminales de montaje superficial, pistas y a uniones en T. Generalmente,
las lagrimas se afiaden al final de un disefio terminado.

Con Altium Designer, simplemente debe especificar los parametros de la lagrima. La incorporacion o eliminacién de carac-
terfsticas de cobre se pueden controlar rapidamente por un cuadro de didlogo (ver Figura 1). La naturaleza global y el control
de esta funcion pueden ser muy Utiles para afinar la PCB para fabricacion.
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Figura 1. Cuadro de dialogo Teardrops en Altium Designer
hace su creacidn rdpida y fdcil.

Las dos imagenes siguientes muestran los resultados del antes y del después de aplicar lagrimas a una via, un terminal de
orificio pasante, un terminal de montaje superficial, una via y una unién en T.

Figura 2: antes de las ldgrimas: las pistas entran en los terminales Figura 3: luego de las Idgrimas: se ajusta la entrada de las pistas a los
directamente terminales
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Se pueden aplicar variaciones de estilo adicionales para lagrimas; las figuras 4 y 5 muestran estilos de lagrimas revestidas y

curvas respectiva mente.

Figura 4: estilo de ldgrima revestida aplicada a la via y al terminal

Figura 5: estilo de Idgrima curva aplicada a la via y al terminal

CONCLUSION

Disefiar para fabricaciéon no solo mejora la calidad y el rendimiento, sino que pronto se vuelve una parte habitual del proceso
de disefio. Utilizar lagrimas para solucionar las preocupaciones de ruptura del terminal debe ser un paso incluido del proce-
so, al final de la realizacion del disefio. Incluir esas lagrimas con Altium Designer es rapido y facil y el beneficio vale la pena.
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